标的名称：高分辨扫描电子显微镜
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	★
	一、技术规格
1、电子光学系统
★1.1 二次电子分辨率：≤0.5nm@15kV, ≤1.0nm@1kV；

	2
	
	1.2 放大倍率：覆盖20～1,000,000倍（标准宝丽来胶片比）, 根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准，低倍率与高倍率无需模式更换；

	3
	
	1.3 电子枪：肖特基热场发射电子枪；

	4
	
	1.4 束流：最大束流≥20nA，稳定性≤0.2%/h，抗噪性能≤1%/h；

	5
	
	1.5 加速电压：覆盖0.02 kV～30 kV且连续可调；

	6
	▲
	▲1.6 无漏磁物镜结构，对磁性材料近距离高分辨观察；

	7
	
	2、样品室及样品台
2.1 样品室：内部直径≥310mm, 高度≥270mm；可容纳的最大样品直径≥250mm，高度≥65mm；

	8
	
	2.2 样品台移动范围：X≥110mm，Y≥110mm，Z≥50mm，双向倾斜，倾斜范围覆盖-4°~70°，可360°旋转，样品台载重≥5kg；

	9
	▲
	▲2.3 配置多功能旋钮操作控制面板；

	10
	
	2.4 配置样品室内彩色红外CCD，分辨率≥1244*1024，实时观察样品台位置；配置样品台定位CCD，分辨率≥1244*1024。

	11
	
	2.5 光阑孔径数量或束流档位≥6；

	12
	
	2.6样品座：≥七孔样品座。

	13
	
	3、探测器
3.1 样品室内配备二次电子探测器；物镜上方正光轴上镜筒内配备二次电子探测器；

	14
	▲
	▲3.2 样品室内配备软件控制伸缩背散射电子探测器；

	15
	▲
	▲3.3配置束流检测器或具有样品台吸收电流探测功能；

	16
	
	4、真空系统
4.1 配置涡轮分子泵和离子泵；配置前级机械泵；

	17
	
	4.2样品室真空度：高真空模式≤5.0×10-4 Pa；

	18
	
	5、数字图像记录系统
5.1 图像扫描：单幅图像（不拼图）扫描分辨率≥30k×20k像素（px）；

	19
	
	5.2 图像记录格式：TIFF、BMP、JPEG等。

	20
	
	6、控制终端和数据处理系统
6.1 控制终端处理系统
6.1.1控制终端不低于下述配置： ≥8 核 16 线程; 16 GB内存；硬盘≥1 TB；显示终端 ≥27英寸LCD；

	21
	
	6.1.2控制系统需集成数据处理系统；

	22
	
	6.2数据处理系统
6.2.1具备可自动调节功能，具备电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿等功能；

	23
	
	6.2.2 具有双通道功能，可同时显示不同探测器拍摄的图像；

	24
	
	6.2.3成像时所有探测器之间切换都无需重新调整光路参数；

	25
	
	6.2.4 配置大面积图像自动拼接软件，可拼接图像数量不小于1000张。

	26
	
	7、断电保护电源系统 要求断电后能延时3小时以上；

	27
	★
	8、能谱探头
★8.1 能谱探头探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥65mm2；

	28
	
	8.2 能量分辨率： Mn Ka保证≤127 eV（@计数率200,000cps）； F Ka 保证≤59 eV（@计数率50,000cps）； C Ka 保证≤46 eV（@计数率50,000cps）；

	29
	
	8.3元素分析范围：覆盖Be4～Cf98范围；

	30
	
	8.4探测器可软件控制自动伸缩；具备多探头控制能力，最多可同时控制和处理4个或以上能谱检测器；

	31
	
	8.5具备元素谱图spectrum Live实时刷新显示功能；具备元素面分布Live实时刷新显示功能；具备零峰修正功能；具有实时谱图比对功能；

	32
	
	8.6电子图像最高分辨率≥8192*8192像素（px）；元素面分布图分辨率≥4096*4096像素（px）；

	33
	
	8.7线扫描分析每条线包含≥8192点；定性分析时可自动标识谱峰，可进行谱重构；具备K、L、M全谱线系数据库；

	34
	▲
	▲8.8软件具备谱峰剥离、面定量百分比和大面积拼接功能。

	35
	★
	9、电子背散射衍射探头 （EBSD）
★9.1电子背散射衍射探头（EBSD）控制软件与能谱探头控制软件一体化；配高温磷屏；

	36
	
	9.2 CMOS相机，分辨率≥1244*1024；

	37
	▲
	▲9.3 EBSD探头在线解析最高标定速度≥600pps；

	38
	
	9.4取向精度≤0.05度；

	39
	
	9.5采用主动式防碰撞传感器设计，在碰撞发生前探测器自动预警并后撤；可用软件控制探测器插入和退出；

	40
	
	9.6 软件配置 9.6.1支持分屏显示及远程控制；

	41
	
	9.6.2 电子图像分辨率≥8192*8192 px，EBSD面分布图分辨率≥4096*4096 px；

	42
	
	9.6.3 具备动态背景自动扣除功能；能对所有晶体材料的EBSD花样进行自动化的标定；配置HKL及ICSD晶体学数据库，数据容量≥5万种；

	43
	
	9.6.4 配有64位EBSD数据后处理软件包，包含且不限于如下功能： （1）数据修饰；（2）晶粒统计（尺寸、形态等）； （3）晶界分析（特殊晶界、孪晶、CSL界面等、相邻及随机取向差曲线及其相似性分析等）； （4）应变分析（KAM，LAM，GROD，GOS，GND等）； （5）极图和反极图；（6）校准EBSD分析时由于漂移导致的与电子图像产生的失真；（7）软件具备真实相分布和大面积拼接功能和TKD专用样品台。

	44
	
	9.7 控制处理终端不低于下述配置： ≥8 核 16 线程; ≥16 GB内存；硬盘≥2TB； 显示终端≥27英寸LCD；

	45
	▲
	9.8样品制备装置
▲9.8.1 EBSD制样用振动抛光系统：工作盘直径≥φ300 mm; 振幅调节范围覆盖40.0-240Hz;

	46
	
	9.8.2 EBSD制样用电解抛光系统：抛光/腐蚀工作时间可自行设定；抛光/腐蚀时间可定时可连续实时显示工作时间；抛光（腐蚀）面积可调，样品罩开孔直径10mm，15mm，25mm等；电解液容量≥300ml；

	47
	★
	★10 原位拉伸台和热台（或温控模块），且能在原位力/热条件下进行EBSD测试

	48
	
	10.1 原位拉伸台最大静态载荷5000N，载荷精度±0.1%F.S.；载荷分辨率：0.1N；最大行程不小于10mm；位移分辨率不大于1μm；力学模式：拉伸；拉伸速率：0.03～2mm/min；加载模式：采用位移控制/载荷控制；采用双电机结构，双向可独立控制，且能对称位移拉伸；

	49
	
	10.2 原位热台或温控模块控温范围：室温～1000℃;温度稳定性：在设定点±0.1℃；最大升温速率：50℃/min，降温速率可控；

	50
	▲
	▲11 本仪器配套等离子清洗系统1套：工作气压：0.5-40 Pa；射频功率：5-50W；功耗：＜200W；

	51
	▲
	▲12 本仪器配套主动减震台1套。减振性能：2Hz@-10dB，5Hz@-20dB，10Hz@-25dB；主动减振频域:1.0-100 Hz；

	52
	
	13 镀金和镀碳系统：
13.1可使用多种金属靶材：Au，Pt等，靶材更换快速方便；

	53
	
	13.2 溅射电流：1-50mA（最大电流高于50mA），连续可调；溅射时间连续可调；

	54
	▲
	▲13.3样品室尺寸≥Φ120*100mm；支持样品台旋转、升降功能，样品台与靶材距离在0-30mm范围内可调。



